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Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung metallischer Flachenelemente auf Substraten.

@ Es wird ein neues Verfahren zur Herstellung
von Substraten mit definierter Metalloberfla-
chenstruktur angegeben, welches sich insbe-
sondere bei der Herstellung von
Reflexion-Hologrammen auf Wertpapieren vor-
teilhaft einsetzen I4Rt. Hierbei werden die metal-
lischen Flachenelemente auf einem Master, z.
B. einer Druckwalze, in abldsbarer Form, er-
zeugt und danach direkt vom Master auf das
jeweilige Substrat libertragen.

FIG. 1
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Herstellung von lokal begrenzten Metall-
schichten auf Substraten mit gegebenenfalls rauher Oberflache im Transferverfahren, bei dem die Metall-
schichten auf einer Transferflache vorbereitet und anschlieRend auf das Substrat ubertragen werden.

Metallischen Flachenelementen kommt im Bereich der Félschungssicherung von Wertdokumenten eine
erhebliche Bedeutung zu. Zum einen bieten metallische Flachen aufgrund ihrer Reflexionseigenschaften ei-
nen guten Kopierschutz, da die reflektierenden Flachen mit kopiertechnischen Mitteln nicht nachgestellt wer-
den konnen. Im einfachsten Fall werden liblicherweise Metalldruckfarben verwendet, um metallisch glanzende
Flachen- oder Druckbilder zu erzeugen. Wegen der kérnigen Feinstruktur sind diese Verfahren aber nur fiir
metallische Fldchen verwendbar, bei denen nur geringe Anforderungen an das Reflexionsverhalten der Ober-
flache gestellt werden und bei denen keine definierten Oberflachenstrukturen verlangt werden.

Die héchsten Anspriiche an die Metalloberflache werden bei der Herstellung von metallbeschichteten Ho-
logrammen gestellt, die heute eine weit verbreitete Art der Falschungssicherung darstellen. Hologramme kén-
nen aufgrund der aufwendigen und kostspieligen Herstellung, wenn iiberhaupt, nur mit relativ hohem Aufwand
nachgeahmt werden und bieten wegen ihrer optischen Eigenschaften, die vom Betrachtungswinkel abhangen,
einen guten Kopierschutz. Abgesehen von den Sicher heitsaspekten werden Hologramme auch gerne aus &s-
thetischen Gesichtspunkten auf Wertdokumenten aufgebracht.

Reflexions-Hologramme werden (blicherweise entweder mittels speziell praparierter Pragematrizen, die
ein dem Interferenzmuster des Hologramms entsprechendes Oberflachenrelief aufweisen, erzeugt, indem das
Oberflachenrelief in eine ausgehartete Lackschicht eingeprégt und anschlieRend metallisiert und mit einer
Schutzlackschicht versehen wird. Alternativ kann das Relief der Pragematritze auch gleich direkt in eine dunne
Metallschicht eingepragt und anschlieBend mit der Schutzlackschicht versehen werden. Die Metallisierung
sorgt fur eine ausreichende Brillanz des Hologramms, so daf® es visuell gut erkennbar ist.

Es wurden bereits verschiedene Méglichkeiten vorgeschlagen, derartige Metallschichten oder Hologram-
me in lokal begrenzter Form auf Wertpapiere, Banknoten oder Ausweiskarten aufzubringen. Eine der ausge-
reiftesten Techniken, die auch bevorzugt bei der Hologrammaufbringung eingesetzt wird, ist das Vorbereiten
eines separaten HeiBpragebandes, von dem es auf den Endtrager tbertragen wird (DE-OS 33 08 831, US-
PS 4,758,296). Hierbei werden auf ein Substrat, das mit einer leicht ablésbaren Trennschicht versehen ist, die
zu transferierenden Schichten in umgekehrter Reihenfolge, wie sie spater auf dem Dokument vorliegen sollen,
aufgebracht. Die oberste Schicht bildet eine Klebstoffschicht, beispielsweise eine Heillsiegelkleberschicht.
Uber diese Kleberschicht werden das HeiRprageband und das Dokument unter dem EinfluR von Warme und
Druck miteinander verbunden. Das Substrat des Heillprigebandes kann anschlieRend aufgrund der Trenn-
schicht miihelos abgezogen werden.

Obwohl das Transferband als kontinuierliches Band hergestellt wird, d. h. die Metallisierung in einem kon-
tinuierlichen ProzeR erfolgt (z. B. in einer Vakuumbedampfungsanlage), werden nur die gewiinschten Flachen-
bereiche auf das Dokument {ibertragen. Die Ubertragung der zu transferierenden Flachenbereiche kann auf
unterschiedliche Arten bewerkstelligt werden. Beispielsweise kann die Klebstoffschicht in einem bestimmten
Muster aufgedruckt werden, so daB der zu iibertragende Schichtaufbau (gegebenenfalls bei grof¥flachiger Er-
warmung) nur stellenweise am Dokument anhaftet oder der beim Laminieren verwendete Druckstempel weist
eine Umrilform auf, die der zu iibertragenden Form entspricht, so dal auch bei der Verwendung von grof3-
flachig aufgebrachtem HeiRsiegelkleber nur die Bereiche der Klebstoffschicht aktiviert werden, auf welche der
Pragestempel Druck und Warme austibt (DE-OS 33 08 831).

Dieses HeilRprage-Transferverfahren eignet sich allerdings nur bedingt fur das Aufbringen von Hologram-
men auf Banknoten. Da Banknoten im Stahltiefdruck bedruckt werden und dafur eine rauhe Papieroberflache
notwendig ist, prégt sich normalerweise die Oberflachenstruktur des Papiers in die dunne Transferschicht ein.
Die Oberflachenrauhigkeit des Papiers iiberlagert somit die Reliefstruktur des Hologramms, des Beugungs-
gitters oder dergleichen, wodurch das Hologramm an Schérfe und Brillanz verliert. Um diesen Effekt zu ver-
meiden, sind auf der Banknote im Bereich des aufzubringenden Hologramms zuséatzliche Malnahmen zur
Gléattung des Untergrunds nétig (EP-OS 0 440 045).

Derartige ZusatzmaRnahmen kénnen vermieden werden, indem das Banknotenpapier derart mit der zu
pragenden Lackschicht versehen wird, daR die im flissigen Zustand aufgebrachte Lackschicht die Uneben-
heiten der Banknotenoberflache ausgleicht.

So beschreibt beispielsweise die EP-OS 0 338 378 ein kontinuierliches Verfahren, bei dem Banknoten-
papier in Rollenform zuerst beidseitig bedruckt und anschlieRend in bestimmten Bereichen mit einer hologra-
fischen Struktur versehen wird. Hierbei werden der zu prédgende Lack und die Reliefstruktur gleichzeitig auf
das Papier ibertragen, indem die Oberfldchenstruktur des Pragestempels mit einem strahlungshartbaren
Lack abgedeckt wird. Sobald Papier und Prégestempel in Kontakt gebracht worden sind, wird der Lack mit UV-
Strahlung oder Elektronenstrahl ausgehértet. Der Lack haftet nun an der Papieroberflache und weist die ho-
lografische Reliefstruktur auf. Im néchsten Schritt wird diese Reliefstruktur mit Hilfe von Masken in einer Va-
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kuumbedampfungsanlage metallisiert. Um die dunne Metallschicht und die feine Reliefstruktur vor Abrieb und
Zerstérung zu schiitzen, wird der Hologrammbereich in einem weiteren Schritt mit einer Schutzschicht verse-
hen.

Ein dhnliches Verfahren ist aus der DE-OS 25 55 215 bekannt. In diesem Fall wird eine thermoplastische
Schicht mittels einer beheizten Prdgematrize von einer Heilpragefolie auf das Dokument {ibertragen, wobei
gleichzeitig die optischen Markierungen in die thermoplastische Schicht eingeprégt werden. Das Tragersub-
strat wird erst nach der Pragung abgezogen und die Reliefstruktur anschliefend metallisiert.

Diese Vorgehensweise, d. h. zuerst prédgen und anschlieRend metallisieren, hat den entscheidenden Nach-
teil, dafl® die Metallschicht die Konturen der feinen Reliefstruktur nicht exakt nachvollzieht, sondern durch un-
terschiedliche Ablagerungen an senkrechten oder waagrechten Strukturelementen verwischt. Dies gilt selbst
in den Faéllen, in denen die abzulagernde Metallschicht nur einige nm dick ist. Das Hologramm verliert daher
ebenfalls an Brillanz.

Die alternative Vorgehensweise, erstim Anschluf® an die Metallisierung zu prégen, ist ebenfalls Stand der
Technik. Die US-PS 4,420,515 offenbart beispielsweise ein Verfahren, bei dem eine bereits metallisierte Lack-
flache mit einer Reliefstruktur versehen wird. Ein endlos umlaufendes Transferband wird kontinuierlich metal-
lisiert und mit einem Dokument in Beruhrung gebracht, das selektiv mit einem Lack beschichtet wurde. Der
Lack wird ausgehdartet und bindet das Metall starker als das Transferband und zieht somit beim Trennen von
Transferband und Dokument die Metallisierung partiell von diesem Transferband ab. In einem letzten Schritt
wird der auf dem Substrat befindliche metallisierte Lackbereich mit einer Pradgung versehen.

Da in die bereits ausgehartete Lackschicht gepragt wird, weist das geprégte Relief eine geringe Kontu-
renscharfe auf. Die Qualitét des Hologramms ist also auch bei diesem Verfahren beeintrachtigt. Ferner muf
die Pragung mit hohem Druck vorgenommen werden, so daR die Pradgematrizen einem hohen Verschleil® un-
terworfen sind.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Aufbringen von
gegebenenfalls lokal begrenzten Metallschichten auf Substrate unter Vermeidung der obengenannten Nach-
teile zu schaffen. Insbesondere soll ein Verfahren und eine Vorrichtung zur flexiblen Hologrammherstellung
auf schwierigen Substraten und unter schwierigen Nebenbedingungen angegeben werden.

Die Lésung dieser Aufgabe ist dem Kennzeichen des Hauptanspruchs zu entnehmen. Spezielle Ausfuh-
rungsformen und Weiterbildungen sind Gegenstand von Unteranspriichen.

Die Erfindung baut auf den Grundgedanken auf, da die Herstellung und das Transferieren einer Ober-
flachenstruktur nur dann in optimaler Form mdéglich ist, wenn die zu transferierenden Strukturen von der Ma-
sterStruktur méglichst unverfélscht iibernommen werden und beim Transfer auf das Endsubstrat weder die
zu transferierende Struktur noch die Struktur des Masters veréndert oder beschéadigt wird.

ErfindungsgemaR erfolgt in diesem Sinne die Erstellung der zu transferierenden Struktur nicht durch Pra-
gen einer vorhandenen ebenen Metallschicht, sondern durch "Ablagern" der Metallschicht auf der Master-
Struktur, wobei die Metallschicht einem Abguf dhnlich alle Strukturelemente der Master-Struktur ausfiillt und
erfallt. Master und Metallschicht weisen somit Negativund Positivstrukturen auf, die sich vollsténdig ergénzen
und die innig miteinander verbunden sind. Um Verénderungen oder Beschadigungen beim Transfer oder beim
Abldsen der Metallschicht vom Master zu vermeiden, wird eine Trennung der beiden Strukturen erst vorge-
nommen, nach dem die Metallschicht auf dem Endsubstrat fixiert und von Stubstrat und Klebeschicht mecha-
nisch stabilisiert ist.

Der Begriff "Struktur" ist ganz allgemein zu sehen, d. h. als Struktur kann sowohl eine extrem glatte spie-
gelnde Flache als auch eine beliebige Reliefstruktur Verwendung finden. Erfindungsgeman wichtig ist, dal
die jeweils ausgewdahlte bzw. vorgegebene Struktur mdglichst unverfalscht als Positiv- oder Negativstruktur
umgesetzt und ebenso unverfélscht auf das Substrat Gibertragen wird.

Der Begriff "Lackschicht" soll alle Materialien und Stoffe erfassen, die beim Transfer der Metallschicht im
Berihrungszeitpunkt so weich und klebrig zu machen sind, daR die Metallschicht mit ihrer Riickseite ohne Be-
schédigung in die Schicht eindruckbar ist, wobei sich die Metallschicht einerseits mit der Lackschicht innig ver-
bindet und alle Unebenheiten zwischen Substratoberflache und riickwartiger Metalloberflache ausgleicht und
andererseits die Metallschicht so fest anhaftet, daR, gegebenenfalls nach einer zusétzlichen Aushéartungspha-
se, die Metallschicht vollstdndig vom Master abgezogen werden kann.

Fiir die Praxis heif’t das,

- daB auf der Master-Struktur eine 1 : 1-Reproduktion durch Ablagern der Metallschicht erzeugt wird,

- daB entweder auf der Metallschicht oder dem Substrat eine Lackschicht aufgebracht wird, die zu dem
Zeitpunkt, zu dem Substrat und Master in Beriihrung gebracht werden, ausreichend weich und klebrig
ist und

- daB das Substrat zusammen mit der Metallschicht vom Master abgezogen wird, wobei die Lackschicht
so weit dimensionsstabil ist, daR sie ein Abziehen der Metallschicht vom Master ermdglicht und die Me-
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tallschicht auch nach Trennung vom Master soweit stabilisiert, dal die vom Master ibernommenen
Strukturen erhalten bleiben.

Auf diese Weise ist sichergestellt, dal die in der Metallschicht vorliegende Struktur wéhrend des Anpref3-
vorgangs auf das Substrat so lange von der MasterStruktur stabilisiert wird, bis die Lackschicht diese Stiitz-
funktion libernehmen kann. Hierauf erfolgt die Trennung vom Master und gegebenenfalls die Weiterbearbei-
tung zur weiteren Stabilisierung, zum Schutz gegen Umwelteinfliisse, zur weiteren gestalterischen Ausbildung
etc.. Derartige Manahmen kénnen sein, das weitere Ausharten der Lackschicht, das Aufbringen einer Schutz-
lackschicht, das Vorsehen von Blindpradgungen mit abweichenden Strukturen, das Uberdrucken mit Druckfar-
ben etc.

Da weder bei der Erstellung der Metallschicht noch beim Transfer derselben punktuelle mechanische Kraf-
te auf die Master-Struktur wirken, sind Herstell- und Transfervorgang sowohl fiir die Master-Struktur als auch
fiir die in der Metallschicht erzeugten Struktur duferst schonend. Ein mechanischer Verschleil® ist wahrend
dieser Herstellphase weitgehend auszuschlieRen.

Als Tréger der Master-Struktur kann z. B. eine zylindrische Druckwalze, ein Endlosband oder auch ein
Stempel etc. eingesetzt werden. Die Herstellung der Metallschicht erfolgt mit Hilfe bekannter Metallisierungs-
verfahren, wie Vakkumbedampfung, Elektrolyse oder Photolyse sowie weitere Spezialverfahren, die in der
Technik unter Spezialbegriffen wie "Gas Jet Deposition (GJD)", "Spraydeposition", "Laserdeposition" etc. be-
kannt sind. Das Aushéarten der Lackschicht ist auf unterschiedliche Weise méglich. Dies kann bei Verwendung
eines Fliissig-Schmelzklebers beispielsweise durch einfaches Abkiihlen, bei Mehrkomponentenlacken durch
Erwarmen und je nach Verwendung anderer Stoffe auch durch anderweitige Energiezufuhr, z. B. durch UV-
Bestrahlung, Mikrowellenbestrahlung, Elektronenstrahlhartung etc. erfolgen.

Das erfindungsgemafRe Verfahren eignet sich besonders fiir die Ubertragung von lokal begrenzten Me-
tallschichten, da sowohl die Metallisierung als auch der Transfervorgang lokal exakt definiert und strukturiert
werden kann.

Die Herstellung der metallischen Flachenelemente erfolgt, wie bereits erldutert, auf einem Zwischentréger
mit der Masterstruktur, von dem sie auf das Substrat transferiert werden. Im Gegensatz zu bekannten Verfah-
ren, bei denen die Metallisierung direkt auf dem Substrat selbst erfolgt, bietet diese Vorgehensweise den Vor-
teil, daR beliebige Metallisierungsverfahren eingesetzt werden kénnen, d. h. auch Verfahren verwendbar sind,
die bei direkter Aufbringung auf das Substrat eine Zerstérung oder Beschédigung des Substrats zur Folge hat-
ten.

Besonders vorteilhaft zur Metallisierung sind photolytische Verfahren, z. B. wie in den DE-OS 38 40 199
oder DE-OS 38 40 200 beschrieben, die die Mdglichkeit bieten, die metallischen Flachenelemente in ihren Um-
rikformen besonders einfach zu modifizieren, so daf} auf diese Weise, in besonders wirtschaftlicher Form Se-
rien unterschiedlicher Flachenelemente oder auch Flachenelemente mit variiertem zusatzlichem Informations-
gehalt herstellbar sind.

Der Metallisierungsvorgang besteht im Grundsatz aus folgenden Schritten:

- Konditionierung des Zwischentragers, d. h. Ergreifen von auf das Metallisierungsverfahren abgestimm-

ten MaRnahmen zur Auswahl der zu metallisierenden Bereiche des Zwischentragers,

- Metallisierung des Zwischentragers,

- Transfer der lokalen Metallschichten auf das Substrat,

- Reinigen des Zwischentragers.

Beim photolytischen Verfahren kann die Konditionierung des Zwischentragers (Master) in Einzelschritte
unterteilt werden, namlich

- die flachige Sensibilisierung des Masters mit einem Katalysator bzw. Precursor, z. B. Palladiumacetat,

- die optische Aktivierung des Palladiumacetats mit UV-Strahlung sowie

- die Metallabscheidung in den sensibilisierten und aktivierten Flachenbereichen.

Durch gezielte Beeinflussung einer oder mehrerer der drei Teilschritte kann eine vielféltige Variation der
fortlaufend erstellten Metallisierungen erfolgen. Dies ist beispielsweise méglich, indem die Sensibilisierung
des Masters in lokal begrenzter Form erfolgt. Alle nachfolgenden Arbeitsschritte konnen dann groRflachig
durchgefiihrt werden, da eine Metallablagerung nur an den Stellen erfolgt, an denen der Katalysator vorliegt.
Alternativ kann nach grof¥flachiger Sensibilisierung auch die Aktivierung selektiv ausgefiihrt werden. Diese
Variante ist deshalb besonders vorteilhaft, da auf diese Weise beispielsweise unter Zuhilfenahme eines ge-
steuerten UVLasers auch sehr feine und scharf begrenzte Linien darstellbar sind. Diese Strukturen bleiben
auch bei anschlieRender vollfldchiger Benetzung in naBchemischen Badern fiir die stromlose Metallisierung
in ihrer feinen "Strichfiihrung" erhalten. Letztendlich kann auch die lokale Begrenzung der Metallschichten
durch definiertes Auftragen der nachemischen Mittel auf eine grof¥flachig sensibilisierte und aktivierte Ma-
steroberflache erzeugt werden.

Falls die Form der Metallschichten Giber mehrere Zyklen gleich bleibt, so kann gegebenenfalls auf eine er-
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neute Konditionierung des Zwischentragers verzichtet werden, d. h. der Zwischentréger wird im letzten Schritt
nicht vollstandig gereinigt, sondern lediglich von Metallresten befreit.

Im speziellen Fall der Hologramm- bzw. Beugungsstrukturaufbringung wird gemag der Erfindung die Pra-
gewalze metallisch beschichtet. Hierbei ergibt sich ein weiterer erfinderischer Aspekt. Denn mit dem erfin-
dungsgemafRen Verfahren wird es erstmals méglich, Hologrammherstellung bzw. Pragung, Metallisierung des
Pragehologramm und Transfer des metallisierten Hologramms in einem kontinuierlichen Arbeitsablauf vorzu-
nehmen.

Besonders vorteilhaft wirkt sich dies dort aus, wo bisher beim nachtraglichen plazierten Aufbringen der
Metallisierung Registerprobleme zu I6sen waren, da insbesondere in den Féllen, in denen ein Druckzylinder
als Zwischentrager fiir Master und Metallschicht dient, alle aus der Drucktechnik bekannten Verfahrensschritte
und Toleranzbereiche nutzbar sind. Mit dem erfindungsgeméaRen Verfahren hat man auBerdem erstmals die
Méglichkeit, aktuelle Daten bei der Variation der Fldchenelemente mit einzubeziehen. Dies kann beispielsweise
bei der Verwendung fiir Wertpapiere, Ausweiskarten, Identifizierungskarten etc. sinnvoll sein, weil hierfiir auch
laufende Serien-Nr., personenbezogene alphanumerische oder bildméRige (Foto!) Daten in die Erstellung der
Metallschicht mit einbezogen werden kénnen.

Neben diesen gestalterischen Méglichkeiten und Vorteilen erhélt man auch eine absolut originalgetreue
Wiedergabe der Masterstruktur, da die Metallschicht die Masterstruktur vollsténdig abformt. Dies macht sich,
wie bereits erwéhnt, vorteilhaft in der optischen Qualitat der Hologramm-Beugungsstrukturen etc. bemerkbar.

Weitere Vorteile und besondere Ausfiihrungsformen der Erfindung ergeben sich aus den folgenden Bei-
spielen, die anhand von Figuren erlautert werden.

Es zeigen:

Fig. 1 das erfindungsgemafe Grundprinzip,

Fig. 2 elektrolytische Metallisierung einer zylindrischen Druckwalze bzw. Préageform und Transfer der Me-
tallisierung auf ein ein Substrat,

Fig. 3 Schichtaufbau des Substrats nach dem Metalltransfer,

Fig. photolytische Metallisierung einer zylindrischen Druckwalze bzw. Prageform,

Fig. 5 photolytische Metallisierung einer zylindrischen Hochdruckwalze und Transfer der Metallisierung
auf ein Substrat,

Fig. 6 elektrolytische Metallisierung eines endlosen Druck- nzw. Pradgebandes und Transfer der Metalli-
sierung auf ein Substrat,

Fig. 7 photolytische Metallisierung eines endlosen Druck- bzw. Prédgebandes,

Fi.g 8 metallische Vakuumbedampfung eines endlosen Druck- bzw. Pragebandes,

Fig. 9 Schichtaufbau eines photolytisch metallisierten Pragebandes.

Fig. 1 zeigt in schematischer Form das Grundprinzip der Erfindung. GemaR diesem Schema wird in einer
ersten Station der Master 1 mit einer Metallschicht versehen. Wie bereits einleitend erldutert, weist der Master
1 eine irgendwie geartete Oberflachenstruktur 3 auf, im dargestellten Fall ein Oberflachenrelief, Auf dieses
Relief 3 wird eine Metallschicht 2 derart aufgebracht, da die Struktur 3 in der Metallschicht 2 als exakte Ne-
gativstruktur vorliegt. Die Metallschicht 2 ist vorzugsweise lokal begrenzt bzw. weist eine definierte Umrikon-
tur auf.

In einer zweiten Arbeitsstation wird ein Substrat4 vorbereitet, das ein nahezu beliebiges Medium sein kann.
Im vorliegenden Fall handelt es sich um ein Wertpapier mit geleimter, naturrauher Oberflache.

Als weitere Arbeitsstation ist eine Lackbeschichtungsvorrichtung vorgesehen, mit der entweder auf der Me-
tallschicht 2 oder auf dem Substrat 4 eine lokal begrenzte Lackschicht aufgebracht werden kann. Die lokale
Begrenzung der Lackschicht entspricht vorzugsweise der der Metallschicht 2. Es ist allerdings auch denkbar,
dafd beide Konturen voneinander abweichen, wobei zu beachten ist, daf® die Metallschicht nur in den Bereichen
vom Master definiert abgezogen wird, in denen sie mit der Lackschicht in Deckung ist.

Nach der Lackbeschichtung werden Master 1, Metallschicht 2, Lackschicht 6 und Substrat 3 zusammen-
gefiihrt und miteinander verpreft. Die Pfeile 7, 8 sollen dabei dem PrefRdruck symbolisieren.

Je nachdem welcher Lack Verwendung findet, ist gegebenenfalls durch zusétzliche MaRnahmen die Lack-
schicht 6 zumindest soweit auszuharten, dal eine ausreichende Haftung an Metallschicht 2 und Substrat 4
sowie eine Eigenfestigkeit sichergestellt ist, die ein Abziehen vom Master bei gleichzeitiger Stabilisierung der
Metallschicht 2 erméglicht. Im einfachsten Fall kann das Ausharten erfolgen, indem die Lackschicht 6 ein er-
hitzter Schmelzkleber ist, der durch Kiihlen von Master 1 und Metallschicht 2 nach dem Zusammenfiihren re-
lativ schnell erstarrt. In gleicher Weise konnen aber auch Stoffe verwendet werden, die unter Einwirkung von
IR- oder UV- Strahlen, Mikrowellen, Elektronenstrahlen etc. ausharten. Fiir den Fall, da® die Lackschicht eine
Konsistenz aufweist, die ohne zusétzliche Manahmen sowohl das Einpressen und Verkleben der Schichten
als auch das Abziehen und Stabilisieren der Metallschicht ermdglicht, kann das endgiiltige Ausharten, falls er-
wiinscht, auch zu einem beliebig spéateren Zeitpunkt geschehen.

'S
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In der letzten in Fig. 1 dargestellten Station wird das Substrat 4 zusammen mit der Metallschicht 2 vom
Master 1, z. B. in Richtung des Pfeils 9, abgezogen. Die auf diese Weise auf das Substrat iibertragene Me-
tallschicht ist je nach spaterer Anwendung unter Umstanden weiteren Arbeitsschritten, wie z. B. der Ausstattung
mit einer transparenten Schutzlackschicht, zu unterwerfen. Diese weiteren Schritte sind dem Fachmann je-
doch gelaufig und miissen hier nicht ndher erlautert werden.

In den nachfolgend beschriebenen Ausfiihrungsbeispielen werden verschiedene Anwendungsmdglichkei-
ten des erfindungsgeméaRen Prinzips erlautert.

Aus Griinden der Anschaulichkeit wurde in der Fig. 1 sowie den weiteren Figuren auf eine mafistabs- und
detaillgetreue Darstellung verzichtet. Die Figuren zeigen vielmehr prinzipielle Anordnungen, welche die Durch-
fihrung des erfindungsgemafRen Verfahrens erlauben. In den Figuren werden funktionsgleiche Elemente mit
den gleichen Bezugsziffern versehen.

Beispiel 1

In Fig. 2 wird eine zylindrische Druckwalze mit glatter Oberflache auf elektrolytischem Wege partiell ma-
tallisiert und mit einem klebstoffbeschichteten Substrat in Kontakt gebracht.

Das bahnférmige Substrat 4, im vorliegenden Fall Papier, wird durch ein Transportsystem beférdert, das
in Fig. 2 durch die Rollen 10 angedeutet ist. Bevor das Bahnmaterial 4 der Druckwalze 11 zugefiihrt wird, durch-
lauft es eine Lackbeschichtungsstation 5. Die Bahn 4 wird hier mit Hilfe eines Gravur- oder Schablonenzylin-
ders 12 in bestimmten Fladchenbereichen mit einem transparenten Klebstoff beschichtet.

AnschlieRend durchlauft das Substrat 4 die Transferzone, die von der zylindrischen Transferwalze 11 und
einer ebenfalls zylindrischen Gegendruckwalze 13 gebildet wird. In der Beriihrungszone von beschichtetem
Substrat 4 und metallisierter Transferwalze 11 kann zusétzlich die Aushértung des Klebstoffs, z. B. durch Po-
lymerisation mit Elektronenstrahlen oder UV-Bestrahlung erfolgen. Beim Weitertransport der Materialbahn 4
wird die Metallbeschichtung 2 von dem Zwischentrager 11 abgezogen. In einer weiteren Verarbeitungsstation
14 kann der metallisierte Bereich 2 aber auch, falls erforderlich, die gesamte oder groRere Bereiche der Ma-
terialbahn 4 mit einer transparenten Schutzlackschicht versehen werden. Die derart mit metallischen Flachen-
elementen 2 versehene Materialbahn 4 kann schliellich weiteren Druckstationen 15 zugefiihrt werden, um sie
mit alphanumerischen Zeichen oder Mustern zu bedrucken, die unter Umsténden auch Teile der Metallbe-
schichtung 2 iiberdecken kénnen. Ebenso ist es denkbar, anstelle von herkdmmlichen Druckfarben, spezielle
mit Merkmalsstoffen versetzte Druckfarben zu verwenden, die im visuellen Spektralbereich transparent sein
konnen. Als Merkmalsstoffe eignen sich beispielsweise Fluoreszenzstoffe, Magnet- oder Perlglanzpigmente.

Fig. 3 zeigt den Schichtaufbau des metallisierten Substrats 4 nach dem Durchlaufen der Schutzlackbe-
schichtungsstation 14. Direkt auf dem Substrat 4 ist die in Station 5 lokal aufgebrachte Klebstoffschicht 6 an-
geordnet. Da diese Schicht 6 transparent und sehr diinn ist und daher den visuellen Eindruck des Endprodukts
nicht beeintrachtigt, mul ihre fldchige Ausdehnung nicht exakt den Abmessungen der Metallisierung 2 entspre-
chen.

In jedem Fall darf die Ausdehnung der Klebstoffschicht 6 nicht kleiner sein als die vorgesehene Metalli-
sierung 2, weil dies einen unvollstédndigen Metalltransfer zur Folge hatte. Um die Metallisierung 2 vor Abrieb
und Zerstérung zu schiitzen, wird sie von einer ebenfalls transparenten Schutzlackschicht 16 abgedeckt.

In der in Fig. 2 dargestellten Metallisierungsstation wird, wie bereits erwéhnt, der Zwischentrager, hier die
zylindrische Walze 11, mit den zu transferierenden metallischen Fldchenelementen 2 versehen.

In diesem Beispiel wird die Transferwalze 11 auf elektrolytischem Weg metallisiert. Die Partien des Zylin-
ders, die nicht metallisiert werden sollen, werden in der Station 19 mit elektrisch isolierendem Material be-
schichtet, z. B. mit einer Lackschicht. In der, in Umlaufrichtung der Druckwalze 11 gesehen, nachsten Station
durchlauft die Walze 11 ein galvanisches Bad 17. Das in dem Bad geldste Metall schlégt sich aufgrund der
am Transferzylinder 11 und dem Bad anliegenden Spannung an den elektrisch leitenden Oberflachenberei-
chen der Walze 11 nieder, so dal ein metallisches Muster auf der Walzenoberfldche entsteht. In der folgenden
Waschstation 18 werden Chemikalienreste entfernt. Die Metallbeschichtung 2 wird nun auf das Substrat 4
tibertragen. AnschlieRend wird die Walze 11 in der Station 20 von eventuellen Metallresten gereinigt. Falls die
Umrisse (bzw. die Form) der Metallbeschichtung geéndert werden sollen, so wird in der Reinigungsstation 20
die elektrisch isolierende Beschichtung der Walze 11 ebenfalls entfernt. In der Lackbeschichtungsstation 19
wird die Walze 11 schlieBlich fiir den néchsten Metallisierungszyklus vorbereitet.

Beispiel 2

Fig. 4 zeigt eine Metallisierungsstation, in der die obengenannte zylindrische Transferwalze auf
photolytischem Wege partiell metallisiert und mit einem klebstoffbeschichteten Substrat in Kontakt gebracht
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wird. Die Vorund Nachbehandlung des Substrats 4 sowie der Transfer der metallischen Bereiche erfolgt analog
zu Beipiel 1. Aus diesem Grund wurde in Fig. 4 auf eine Darstellung der entsprechenden zusétzlichen Bear-
beitungsstationen verzichtet.

Bei der Photolyse handelt es sich um ein modernes Metallisierungsverfahren, das seit einigen Jahren er-
folgreich bei der metallischen Beschichtung von Halbleiterbauelementen (DE-OS 38 40 199) oder auch bei der
Herstellung von Metallvlies zur Abschirmung elektrischer Felder (DE-OS 38 40 200) eingesetzt wurde.

Zu Beginn des Metallisierungszyklus wird der Zwischentrager 11 mit einem Palladiumacetatfilm benetzt.
Dazu wird pulverférmiges Palladiumacetat in einem L&sungsmittel, wie z. B. Chloroform, gelést und durch Tau-
chen, Spriihen oder Schleudern aufgebracht. Die Fig. 4 zeigt stellvertretend eine Tauchstation 21. Das L&-
sungsmittel verdampft sofort und hinterlaft einen diinnen Palladiumacetatfilm, dessen Dicke iiber die Kon-
zentration der Lésung und den Aufbringungsvorgang eingestellt werden kann. In der Station 22 werden die zu
metallisierenden Partien der Druckwalze mit UV-Strahlung belichtet, um durch selektive Fotospaltung an den
belichteten Stellen eine diinne Palladiumschicht herzustellen. Diese nur wenige nm dicke Palladiumschicht
dient anschlieBend als Aktivator fiir die nachfolgende chemische Metallisierung, bei welcher mikrometerdicke
Kupfer-, Nickel- und Goldschichten aufgebracht werden kdnnen. In Fig. 4 ist ein Metallisierungsbad 23 gezeigt,
in welches die Zwischentrigerwalze 11 eintaucht. In einer anderen Variante kann die Metallisierung auch mit-
tels eines geeigneten Druckverfahrens, z. B. im Siebdruck, auf den Zwischentrager 11 direkt aufgedruckt wer-
den.

In der Reinigungsstation 24 werden die nicht belichteten und somit nicht metallisierten Palladiumacetat-
reste sowie Fliissigkeitsreste aus dem Metallisierungsbad 23, welche an der Walze 11 verblieben sind, abge-
spiilt.

Da sich das Metall 2 genau deckungsgleich zu den aktivierten bzw. belichteten Stellen des Palladiumace-
tatfilms niederschlégt, besitzt dieses Verfahren den entscheidenden Vorteil, dal bei scharf konturierter und
hochauflésender Belichtung, z. B. durch einen computergesteuerten UV-Laserstrahl (z. B. Eximerlaser), be-
liebige, auch pro Belichtungsvorgang unterschiedliche feinstrukturierte Flachen metallisiert werden kénnen.

Nach dem Transfer der Metallisierung 2 auf das Substrat 4 wird der Zwischentréger 11 in Station 25 ge-
reinigt. Danach wird die obenbeschriebene Prozedur zyklisch wiederholt.

Das fertiggestellte Substrat weist in diesem Beispiel den gleichen Schichtaufbau wie in Beispiel 1 auf, der
anhand von Fig. 3 beschrieben wurde.

Beispiel 3

Statt einer Druckwalze mit glatter Oberflache kann beispielsweise auch eine zylindrische Hochdruckwalze
(Buchdruck) verwendet werden, wie in Fig. 5 dargestellt. Im gezeigten Beispiel wird diese Walze ebenfalls nach
dem photolytischen Verfahren metallisiert. Auch hier verlauft die Vor- und Nachbehandlung des Substrats 4
analog zu Beispiel 1.

Die Verfahrensschritte zur Metallisierung der Hochdruckwalze 26 verlaufen analog zu Bespiel 2. Die er-
habenen Bereiche 27 der Druckwalze 26 werden mit Palladiumacetat 21 benetzt und entsprechend der zu
transferierenden Information grof3flachig mit UV-Licht 22 bestrahlt. Das in dem Metallisierungsbad 23 geldste
Metall schl&gt sich auf den aktivierten Bereichen nieder, wéhrend die nicht belichteten Bereiche in der Reini-
gungsstation 24 gesaubert werden.

In der Beriihrungszone zwischen Substrat 4 und den erhabenen Druckbereichen 27 wird der zuvor auf
das Substrat aufgebrachte Klebstoff gehéartet und bindet somit die Metallschicht 2 an das Substrat 4. Bevor
der Metallisierungszyklus erneut beginnt, werden die Druckbereiche 27 in Station 25 vollstédndig gereinigt.

Beispiel 4

In diesem Beispiel, das in Fig. 6 dargestellt ist, dient ein Endlosband 28 mit glatter Oberflache als Zwi-
schentréger, welcher auf elektrolytischem Wege partiell metallisiert und mit dem klebstoffbeschichteten Sub-
strat 4 in Kontakt gebracht wird.

Das Substrat wird hier allerdings lediglich mit einer Komponente 29 des die Metallbeschichtung 2 vom Zwi-
schentréger 28 abziehenden Lacks lokal beschichtet. AnschlieRend wird das Substrat 4 analog zu den vorher-
gehenden Beispielen durch die Transferzone transportiert und eventuell entsprechend Beispiel 1 nachbehan-
delt.

Die Metallisierungsstation besteht in diesem Fall aus einem iber die Rollen 30, 31 umlaufenden Endlos-
band 28, das elektrolytisch metallisiert wird. Gem&aR Beispiel 1 wird das Endlosband 28 in den Stationen 20
und 19 prapariert und anschlielfend in dem galvanischen Bad 17 lokal metallisiert. Nach der Reinigung von
stérenden Badresten in Station 18 wird auf die Metallisierung 2 die zweite Komponente 32 des abldsenden
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Lacks, z. B. ein Haftvermittler fiir die zu transferierende Metallschicht und/oder ein Harter fiir die erste Kom-
ponente, aufgetragen. Bei der Beriihrung der beiden Komponenten in der Transferzone bewirkt die Diffusion
des Harters zusammen mit Energiezufiihrung, die auf die jeweils verwendeten Stoffe abzustimmen ist, eine
beschleunigte Aushartung und eine sehr gute Bindung der transferierten Metallschicht an das Substrat.

Dieser Zwei-Komponentenklebstoff kann natiirlich auch bei allen anderen beschriebenen Beispielen ein-
gesetzt werden.

Beispiel 5

Eine weitere Variante einer Metallisierungsstation ist in Fig. 7 dargestellt. Die Vor- bzw. Nachbehandlung
des Substrats 4 erfolgen analog zu Beispiel 1. Fig. 7 zeigt daher lediglich die fiir die Metallisierung des End-
losbandes 28 notwendigen Vorrichtungen und die die Transferzone bildenden Walzen 13 und 30.

Die partielle Metallisierung des Zwischentrdgers 28 geschieht hier analog zu Beispiel 2 nach dem
photolytischen Verfahren. Das Endlosband 28 wird mit dem Palladiumacetatfilm 21 benetzt, der durch UV-Be-
strahlung 22 stellenweise fir die Metallanlagerung in dem Metallisierungsbad 23 aktiviert wird. Die Stationen
24 und 25 sorgen fir die bereits beschriebene Reinigung des Bandes 28.

Beispiel 6

Da auch in diesem Beispiel die Vor- bzw. Nachbehandlung des Substrats gemaR den vorangegangenen
Beispielen verlauft, beschrankt sich die Darstellung in Fig. 8 ebenfalls auf die Metallisierungsstation und die
Transferzone. Das als Zwischentrager dienende Endlosband 28 wird hierbei durch eine Vakuumbeschichtung
iber Masken partiell metallisiert.

Das Band 28 wird vor jedem Metallisierungszyklus in Station 33 von etwaigen Metallresten gereinigt. Die
Konditionierung der zu beschichtenden Bereiche erfolgt in der Vakuumkammer 34 selbst gegebenenfalls unter
Zuhilfenahme von Masken 35. Als Vakuumbeschichtungsverfahren kénnen sowohl das Vakuumbedampfungs-
als auch das Kathodenstrahl-Zerstdubungsverfahren (Sputtern) eingesetzt werden. Der Transfer der metal-
lischen Bereiche verlauft, wie bereits erlautert, durch Aushéarten bzw. Abkiihlen des Klebstoffs in der Beriih-
rungszone von Substrat 4 und Endlosband 28 zwischen den Walzen 13 und 30.

Die in den Fig. 2 bis 8 dargestellten und in den Beispielen 1 - 6 beschriebenen Verfahren zur lokalen Me-
tallisierung eines Substrats kénnen auch sehr vorteilhaft fiir die verspiegelnde Beschichtung einer Beugungs-
struktur, vorzugsweise eines Hologramms, verwendet werden. In diesem Fall ist der Zwischentrager als Pra-
geform ausgebildet, d. h. er tragt auf seiner Oberflache die beugende Reliefstruktur, die gemal dem Stand
der Technik in den Lack auf dem Substrat eingeprigt wird. Wahlweise kann der Lack auch, wie bereits ausge-
fiihrt, auf die metallisierten Bereiche des Zwischentragers aufgebracht und gleichzeitig mit der Metallschicht
auf das Substrat transferiert werden.

Die erfindungsgemafRe Metallisierung der unempfindlichen Prageform anstelle des empfindlichen Sub-
strats erlaubt es eine chemische Metallisierung mit aggressiven Chemikalien durchzufiihren. In den folgenden
Beispielen werden Metallisierungsstationen beschrieben, die einen derartigen als Prageform ausgebildeten
Zwischentrager aufweisen.

Alle im Zusammenhang mit den obigen Beispielen gemachten Aussagen hinsichtlich verfahrenstechni-
scher Varianten lassen sich auf die folgenden Beipiele problemlos iibertragen.

Beispiel 7

Eine zylindrische Druckwalze mit reliefartiger Oberflachenstruktur wird partiell oder vollfachig elektroly-
tisch metallisiert und mit einem klebstoffbeschichteten Substrat in Kontakt gebracht.

Die in Fig. 2 dargestellte Vorrichtung kann prinzipiell Gbernommen werden. Lediglich die zylindrische
Druckwalze 11 muf eine dem Hologramm entsprechende Reliefoberflache aufweisen.

Das Substrat 4, z. B. eine Papierbahn, wird vorzugsweise mit einem Gravur- oder einem Schablonenzy-
linder 12 plaziert, lokal mit einem Lack 5 beschichtet und zwar an den Stellen, an denen das Hologramm ge-
pragt werden soll. Im Anschluf} daran wird das Substrat 4 in die Prage- und Metalltransferzone zwischen der
Andruckwalze 13 und der metallisierten Prageform 36 transportiert. Die zylindrische Prageform 36 weist die
Hologrammpréagestruktur registergenau plaziert in bezug auf die lokal beschichteten Flachen des Substrats 4
auf.

Das Oberflachenrelief der Prageform 36 wird nach dem bereits in Beispiel 1 beschriebenen elektrolyti-
schen Verfahren vollflachig oder partiell metallisiert. Die Metallisierung kann auch vollflachig erfolgen, weil
die registergenaue Transferierung durch die beschichteten Stellen auf dem Substrat 4 bestimmt wird. Eine
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schérfere Konturierung der Metallflichen 2 wird jedoch durch partielles Metallisieren der Prageform 36 er-
reicht.

In der Beriihrungszone von beschichtetem Substrat 4 und ablésbar metallisierter Prageform 36 wird die
Reliefstruktur originalgetreu in den Lack tGibertragen. Gleichzeitig erfolgt die Hartung des Lacks z. B. durch Ab-
kiihlen, UV-Strahlung oder Polymerisation mit Elektronenstrahlen. Wie in Beispiel 1 zieht die gehértete Lack-
schicht die Metallisierung von der Prageform 36 ab.

Auf diese Weise kénnen Arbeitsschritte bei der Hologrammbherstellung eingespart werden, weil Pragen und
Verspiegeln der Reliefstruktur gleichzeitig in einem einzigen Arbeitsschritt durchgefiihrt werden.

Die Ubrigen Verfahrensschritte verlaufen anlaocg zu Beispiel 1.

Beispiel 8

In der gemaR Beispiel 2 und Fig. 4 beschriebenen Metallisierungsvorrichtung wird die zylindrische Druck-
walze mit glatter Oberflache 11 durch eine ebenfalls zylindrische Prageform 36 ersetzt und photolytisch me-
tallisiert.

Beispiele 9 - 11

Auch die in den Beispielen 4 - 6 beschriebenen Metallisierungsvorrichtungen, die ein Endlosband als Zwi-
schentréger verwenden, konnen bei der kombinierten Hologrammprégung bzw. -metallisierung geman der Er-
findung eingesetzt werden. Das Endlosband 28 trégt in diesen Fallen die Hologrammreliefstruktur.

Fig. 9 zeigt einen Ausschnitt aus dem auf photolytischem Wege metallisierten Prédgeband 37 (Fig. 7), bevor
es mit dem Substrat 4 in Kontakt gebracht wird. Das Endlosband 37 weist eine Reliefstruktur 38 auf. Uber der
Reliefstruktur 38 befindet sich eine diinne Palladiumschicht 39, die durch photolytisches Zersetzen des Pal-
ladiumacetatfilms entstanden ist. Die unbelichteten Bereiche dieses Films wurden in Station 24 entfernt. Uber
der Palladiumschicht 39 hat sich das Metall 2 niedergeschlagen. Es weist exakt die Umriformen der Palladi-
umschicht 39 auf und gibt die Reliefstruktur 38 originalgetreu wieder.

Durch das gleichzeitige Ubertragen von Metallisierung und Reliefstruktur werden Qualitatsverluste ver-
mieden, die durch das nachtragliche Aufbringen der Verspiegelung entstehen, weil die nachtraglich aufge-
dampfte Metallschicht die Reliefstrukturen verwischt. Gleichzeitig wird der negative Einfluf der Oberflachen-
struktur des Substrats vermieden, weil die Lackschicht die Rauhigkeit des Untergrunds ausgleicht.

Die aus der EP-OS 0 440 045 bekannten Manahmen zur Glattung des Untergrunds im Bereich des spéter
aufzubringenden Hologramms kdnnen natiirlich trotzdem vorgenommen werden, falls dies aufgrund beson-
derer Umsténde, z. B. weil aus bestimmten Griinden besonders diinne Lackschichten zu verwenden sind, er-
forderlich sein sollte.

Das photolytische Metallisieren der Prégeform bietet, wie bereits erldutert, die Mdglichkeit, feinstrukturier-
te metallische Flachen herzustellen. Dieser Umstand ist auch gerade bei der Gestaltung von Hologrammen in
Kombination mit anderen Merkmalen von grofRem Vorteil. So kann das Hologramm beispielsweise mit einem
Linien- oder Guillochenrahmen versehen oder aufgerastert werden, so dall ein Untergrunddruck sichtbar
bleibt. Es ware auch denkbar, Aussparungen in Form von Schriftzeichen oder Mustern in der Metallisierung
vorzusehen. Aufgrund der variablen Belichtungsmdglichkeiten des Palladiumacetatfilms kénnte auch eine fort-
laufende Numerierung in Form metallischer Ziffern auf dem Hologramm vorgesehen werden.

Im Gegensatz zu der in der Technik iiblichen Forderung bei Metallbeschichtungen, eine méglichst gute
Haftung der Beschichtung zu erreichen, ist erfindungsgeman eine lésbare Haftung der Metallschicht auf der
Masteroberflache erforderlich.

Dies ist ein geringeres Problem als das, eine gute zu erzeugen. Wéhrend nur wenige Materialien gut auf-
einanderhaften und im allgemeinen zusatzliche Malnahmen (wie Aufrauhen der Oberflache) angewandt wer-
den missen, ist die schlechte Haftung bei Beschichtungen der Normalfall und leicht zu erreichen, wenn man
folgendes beachtet.

- Die "Master"-Oberflachenstruktur darf keine "Unterschneidungen", "Hohlungen" oder "Uberhénge" auf-
weisen, sondern nur einfache "Berge" und "Téler". Dies ist bei glatten Oberflachen oder bei Hologramm-
reliefs gegeben.

- Die "Master"-Substanz und die Metallisierungssubstanz diirfen chemisch nicht zu eng verwandt sein,
z. B. ist Kupfer auf Messing ungeeignet, Kupfer auf Aluminium oder auf vielen Kunststoffen geeignet fiir
die Herstellung einer Iésbaren Verbindung.

- Durch Anpassung der Schichtstarke und des Aktivierungsgrades des Precursors bei der photolytischen
Metallisierung 143t sich die Losbarkeit der Metallschicht einstellen.

- Durch die Stromstérke und damit durch die Schnelligkeit der Ablagerung I3t sich bei der elektrolyti-
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schen Beschichtung die Haftung der Schicht einstellen. Eine schnelle Ablagerung ergibt eine l6sbare
Schicht.

- Bei Aufdampfen einer Metallisierung erhalt man durch vorheriges Aufbringen einer monomolekularen
Schicht eines Trennmittels eine I6sbare Schicht, falls man nicht vorzieht, die Masterform direkt aus einer
Substanz herzustellen, die eine schlechte Haftung fiir die Metallbedampfung bietet.

Die einleitenden Ausfiihrungen zeigen, daR die Variationsbandbreite durch die genannten Beispiele bei

weitem nicht ausgeschépft ist. Im Prinzip ergeben sich beim erfindungsgeméafen Verfahren einige Funktions-
blécke, in denen wiederum zum Teil sehr unterschiedliche Ausfiihrungsvarianten verwendbar sind. Eine Va-
riation bietet sich insbesondere an in der Auswahl

- des Zwischentragers (zylindrische Druckwalze, Endlosband, Stempel),

- der Struktur (hochglanzend, Grobstruktur, Mikrostruktur, Hologramm, Beugungsgitter etc.),

- des Metallisierungsverfahrens,

- der Art derlokalen Begrenzung (begrenzte Metallschicht auf dem Master oder begrenzte Kleberschicht),
- der Plazierung des Klebers (auf Metallschicht oder Substrat),

- des Klebers und des zugehdrigen Aushérteverfahrens,

- der zusatzlichen Schritte zur Stabilisierung etc.

Eine weitere grundlegende Variante besteht darin, auf das Substrat zu verzichten. In diesem Beispiel wird

der Lack direkt auf dem metallischen Zwischentréger ausgehartet und mit der Metallschicht als selbsttragende
Folie abgezogen.

Obwohl in den beschriebenen Beispielen nur einige der méglichen Kombinationen beschrieben wurden,

soll damit keine abschlieRende Auswahl getroffen werden. Weitere Kombinationen, die unter den allgemeinen
Erfindungsgedanken fallen, sollen vielmehr ebenfalls unter den Schutzumfang fallen.

Patentanspriiche

1.

Mehrschichtiger Datentrager, vorzugsweise Sicherheitspapier, Ausweiskarte oder dergleichen, welcher
aus zumindest einem Substrat und einer eine definierte Oberflachenstruktur aufweisenden Metallschicht
besteht, dadurch gekennzeichnet, dal} die Oberflachenstruktur der Metallschicht der Abgul} einer Ma-
ster-Struktur ist, der die Konturenschérfe der Master-Struktur identisch wiedergibt.

Verfahren zur Herstellung von eine definierte Oberflachenstruktur aufweisenden Metallschichten auf
Substraten im Transferverfahren, bei dem die Metallschichten auf einem Zwischentrager in losbarer Form
vorbereitet und anschlieend auf das Substrat tibertragen werden, dadurch gekennzeichnet, daf die Me-
tallschichten auf einer Master-Struktur, die auf dem Zwischentrager vorliegt, in I6sbarer Form erzeugt und
von dieser direkt auf das Substrat ubertragen wird, wobei die Metallschicht mit einer im Ubertragungs-
zeitpunkt weichen und klebrigen Lackschicht in Kontakt gebracht wird und das Trennen der Metallschicht
vom Zwischentrager erst erfolgt, nachdem eine ausreichende Formstabilisierung der Metallschicht durch
gegebenenfalls gehartete Lackschicht sichergestellt ist.

Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet durch folgende Schritte:
a) Ausstatten des Zwischenttrdgers mit der zu transferierenden Master-Struktur,
b) Aufbringen der Metallschichten auf die MasterStruktur des Zwischentragers, gegebenenfalls in lokal
begrenzter Form,
¢) Beschichten des Substrats oder der Metallschicht mit einer unter definierten Bedingungen aushart-
baren Lackschicht, gegebenenfalls auch in lokal begrenzter Form,
d) Zusammenfiihren des Schichtaufbaus, bestehend aus Metallschicht, Lackschicht und Substrat in ei-
nem Stadium, in dem die Lackschicht in ausreichend weicher und klebriger Form vorliegt.
e) gegebenenfalls Ausharten der Lackschicht, wahrend die Metallschicht mit eventuell auf dem Substrat
angeordneten Lackschicht in Kontakt gebracht wird,
f) Trennen von Zwischentrager und Substrat bei gleichzeitigem Abziehen der mit der Lackschicht in Be-
rithrung stehenden Metallschicht vom Zwischentréger.

Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daR der Zwischentrager in Schritt a) mit einer ex-
trem glatten Oberflache ausgestattet wird.

Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dal der Zwischentrager in Schritt a) mit einem
Oberflachenrelief in Form einer Beugungsstruktur, insbesondere eines Hologrammes, ausgestattet wird.
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Verfahren nach wenigstens einem der Anspruche 3 - 5, dadurch gekennzeichnet, dafl die Metallschich-
ten in Schritt b) durch Photolyse, Elektrolyse, Vakuumbedampfung, Gas Jet Deposition, Spraydeposition
oder Laserdeposition erzeugt werden.

Verfahren nach wenigstens einem der Anspruche 3 - 6, dadurch gekennzeichnet, dal® das Ausharten
der Lackschicht in Schritt €) durch eine Temperaturdnderung, durch Photolyse, Elektrolyse, Vakuumbe-
dampfung, Gas Jet Deposition, Spraydeposition oder Laserdeposition erfolgt.

Verfahren nach wenigstens einem der Anspruche 3 - 7, dadurch gekennzeichnet, da das Substrat vor
dem Schritt ¢) im zu beschichtenden Bereich gegléattet wird.

Verfahren nach wenigstens einem der Anspruche 3 - 8, dadurch gekennzeichnet, dal das Substrat nach
dem Transfer der Metallschichten einer Nachbehandlung unterworfen wird.

Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dal} das Substrat im Bereich der Metallschichten
mit einem Schutzlack versehen wird.

Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dal das Substrat, gegebenenfalls auch
im Bereich der Metallschichten, bedruckt oder mit einer Blindpragung versehen wird.

Verfahren nach wenigstens einem der Anspruche 3 - 11, dadurch gekennzeichnet, dal die Master-Struk-
tur in Schritt a) auf einer zylindrischen Druckwalze, einem Hochdruckzylinder oder einem Endlosband,
erzeugt werden.

Vorrichtung zum Herstellen von mit einer definierten Oberflachenstruktur versehenen Metallschichten auf
Substraten im Transferverfahren, bei dem die zu transferierenden Metallschichten auf einem Zwischen-
trager vorbereitet und anschlieRend auf das Substrat tibertragen werden, dadurch gekennzeichnet, da®
die Vorrichtung einen mit einer Master-Struktur versehenen Zwischentrager aufweist, auf dem die Me-
tallschichten in I6sbarer Form erzeugt werden, und eine Transfervorrichtung, um die Metallschichten auf
das Substrat zu Gibertragen, wobei die Metallschichten in eine im Ubertragungszeitpunkt weiche und kleb-
rige Lackschicht eingepreftwerden und das Trennen der Metallschichten vom Zwischentrager erst erfolgt,
nachdem eine ausreichende Formstabilisierung der Metallschichten durch die gegebenenfalls ausgehér-
tete Lackschicht

und das Substrat sichergestellt ist.

Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daf sie folgende Einrichtungen aufweist:
a) eine Station (5, 12, 32) zur Lackbeschichtung des Substrats und/oder der Metallschichten,
b) eine aus wenigstens einer Station bestehende Vorrichtung (17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 33,
35) zur Aufbringung der Metallschichten auf den mit der Master-Struktur versehenen Zwischentrager
(11, 26, 27, 28, 36),
¢) eine Station (11, 13, 27, 30, 36) zum voriibergehenden Zusammenfiihren von Zwischentrager und
Substrat,
d) eine Vorrichtung zum vollstandigen Verfestigen der Lackschicht an der Stelle, an der die Metall-
schicht auf dem Trager iiber die noch weiche, klebrige Lackschicht mit dem Substrat in innigen Kontakt
gebracht wird.

Vorrichtung nach Anspruch 1 3 und 14, dadurch gekennzeichnet, dal der Trager (28, 36) ein Oberfla-
chenrelief in Form einer Beugungsstruktur, insbesondere eines Hologramms, aufweist.

Vorrichtung nach Anspruch 1 3 oder 14, dadurch gekennzeichnet, dal der Zwischentrager (11, 27, 28)
eine extrem glatte Oberflache aufweist.

Vorrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 13 - 16, dadurch gekennzeichnet, dal der Zwischen-
trager eine zylindrische Druckwalze (11, 36) ist.

Vorrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 13 - 16, dadurch gekennzeichnet, dal der Zwischen-
trager ein Endlosband (28) ist.

Vorrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 13 - 16, dadurch gekennzeichnet, dal der Zwischen-
trager ein Hochdruckzylinder (26) ist.
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Vorrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 14 - 19, dadurch gekennzeichnet, daf® die Vorrich-
tung b) folgende Einrichtungen aufweist:
e) eine Beschichtungsstation (19), um die nicht zu beschichtenden Bereiche des Zwischentrdgers mit
elektrisch isolierendem Material zu versehen,
f) ein elektrolytisches Bad (17), um die elektrisch leitenden Bereiche des Zwischentrédgers metallisch
zu beschichten.

Vorrichtung nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, daR vor der Station €) und eventuell nach der
Station f) Reinigungsvorrichtungen (18, 20) vorgesehen sind.

Vorrichtung nach wenigstens einem der Anspriiche 14 - 19, dadurch gekennzeichnet, da die Vorrich-
tung b) folgende Einrichtungen aufweist:

e) Benetzungsstation (21), um den Zwischentrager mit einem Palladiumacetatfilm zu benetzen,

f) UV-Belichtungsstation (22), um das Palladiumacetat, gegebenenfalls lokal, zu aktivieren,

g) Metallauftragsstation (23), um die belichteten Palladiumacetatbereiche zu metallisieren.

Vorrichtung nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, da vor der Station €) und eventuell nach der
Station g) eine Reinigungsvorrichtung (24, 25) vorgesehen ist.

Vorrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 14 - 19, dadurch gekennzeichnet, daf® die Vorrich-
tung b) folgende Einrichtungen aufweist:
e) Vakuumbeschichtungsvorrichtung (34), in der der Zwischentrager (28) gegebenenfalls liber Masken
(35) mit Metallschichten versehen wird,
f) Reinigungsvorrichtung (33).

Vorrichtung nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, dal die Vakuumbeschichtungsvorrichtung (34)
eine Vakuumbedampfungsanlage oder eine Kathoden-Zerstiubungsanlage ist.

Mehrschichtiger Datentrager, vorzugsweise Sicherheitspapier, hergestellt nach wenigstens einem der
Verfahrensanspriiche 2 - 12.

Verwendung der Vorrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 13 - 25 zur Herstellung eines mehr-
schichtigen Datentragers, vorzugsweise Sicherheitspapier.
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